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(54) Verfahren zur Herstellung einer Verdrahtung für Kontaktlöcher

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Verdrahtung für Kontaktlöcher, wobei zum
Ausbilden einer Al-GeCu-haltigen zweiten Verdrah-
tungsschicht (5) an der Oberfläche einer Isolations-
schicht (2) ein Niedertemperatur-PVD-Verfahren zum
Auffüllen von Kontaktlöchern (3) verwendet wird. Auf

Grund der dabei ausgebildeten relativ kleinen Korngrö-
ßen und Ausscheidungen kann diese Schicht in einem
nachfolgenden Strukturierungsschritt unmittelbar struk-
turiert werden, wodurch man eine äußerst zuverlässige
Verdrahtung auf kostengünstige Art und Weise mit ein-
facher Integrierbarkeit in bestehende Prozess-Abläufe
erhält.
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